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ชื่อเรื่อง การติดตั้งเครื่องจักรและตั้งค่าอุณĀภูมิÿำĀรับเครื่องจักร Substrate Bake 
 Die Bond Bake Glass Bond Bake และ Potting Bake 
โดย นางÿาüชุติกาญจน์ ÿิงĀ์คีรี 

คณะ  üิýüกรรมýาÿตร์ ภาคüิชา  üิýüกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกÿ์ 

อาจารยท์ี่ปรึกþาโครงาน    รองýาÿตราจารย์ ดร.ขนิþฐา แก้üแดง  

ผู้นิเทýงาน นายÿรยุทธ เพ็ญทองดี  

ÿถานประกอบการ บริþัทโซนี่ดีไüซ์เทคโนโลยี (ประเทýไทย) จำกัด 

 

บทคัดย่อ 
 

โครงงานนี้มีüัตถุประÿงค์เพื่อýึกþาการติดตั้งและปรับตั้งค่าการทำงานของเครื่องจักรอบคüามร้อน

เพ่ิมเติม ได้แก่ Substrate Bake, Die Bond Bake, Glass Bond Bake และ Potting Bake เพ่ือÿนับÿนุน

กำลังการผลิตในกระบüนการประกอบชิ้นÿ่üนของเซนเซอร์ภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้ องการคüามแม่นยำÿูง 

โดยมุ่งเน้นการคüบคุมอุณĀภูมิของเครื่องจักรใĀ้อยู่ในช่üงมาตรฐานที่เĀมาะÿม เพื่อป้องกันคüามเÿียĀาย

ของชิ้นงานและรักþาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานเริ่มจากการตรüจÿอบÿภาüะการทำงานของ

เครื่องจักรใĀม่ ทดÿอบระบบคüบคุมอุณĀภูมิด้üยการüัดค่า Temperature Profile เพื่อüิเคราะĀ์การ

กระจายของอุณĀภูมิภายในเตาอบ และปรับตั้งค่าการคüบคุมใĀ้มีคüามแม่นยำยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงาน

พบü่าเครื่องจักรÿามารถคüบคุมอุณĀภูมิได้อย่างมีประÿิทธิภาพมากขึ้น มีการกระจายคüามร้อนที่ÿม่ำเÿมอ 

ชิ้นงานมีคุณภาพและคüามคงทนในการยึดติดüัÿดุเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่üยใĀ้ระบบการผลิตมีคüามเÿถียร ลด

คüามแปรปรüนของกระบüนการ และÿ่งเÿริมประÿิทธิภาพโดยรüมของÿายการผลิตในระยะยาü  
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ABSTRACT 
 

This project aims to study the installation and adjustment of additional heat curing 
machines, including Substrate Bake, Die Bond Bake, Glass Bond Bake, and Potting Bake, to 
support production capacity in the image sensor assembly process, which requires high 
precision. The main focus is on controlling the machine temperature within the specified 
standard range to prevent product defects and maintain quality. The operation began with 
checking the working conditions of the newly installed machines, followed by testing the 
temperature control system using a Temperature Profile measurement to analyze heat 
distribution inside the oven and adjust the control parameters for higher accuracy. The results 
showed that the machines could maintain temperature more effectively with uniform heat 
distribution. The baked workpieces exhibited improved bonding quality and durability, while 
the enhanced temperature control system contributed to more stable production conditions, 
reduced process variation, and improved overall production efficiency in the long term. 

 

 

 

 

 

 

 

 


